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Cinnost "nandsanie lepidiel" je definovana ako "akakolvek ¢innost, pri ktorej sa na povrch nanasa lepidlo, s vynimkou
lepenia a laminovania spojeného s tlaciarenskymi ¢innostami". Tato $tudia je zamerana na zariadenia, v ktorych sa tato
¢innost vykonava s ro¢nou spotrebou organickych rozpustadiel vy$Sou ako 5 t.

Tato ¢innost nezahrfna:
- laminovanie dreva a plastu - pozri ¢innost XVI.,
- nana$anie naterov a laminovanie, ktoré suvisia s tlacou - pozri ¢innost I.,
- pouzitie lepidla pri vyrobe obuvi - pozri ¢innost X.

9.1 VSEOBECNY OPIS CINNOSTI A JEJ NAJCASTEJSIE VYUZITIE V PRIEMYSELNYCH SEKTOROCH

Nanasanie lepidiel je siastou mnohych technologickych procesov v réznych odvetviach priemyslu, napr. automobilovy,
papierensky, stavebny, koziarsky alebo obuvnicky priemysel.

Namiesto splnenia emisnych limitov ¢i pre odpadové plyny alebo pre fugitivne emisie sa prevadzkovatelia mozu
rozhodnut pouzit redukény plan podla $pecifikacii uvedenych v prilohe &. 6 vyhlasky MZP SR & 410/2012 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Osobitné poziadavky platia pre VOC klasifikované ako latky CMR (karcinogénne latky s priradenymi rizikovymi vetami
H350 a H350i, mutagénne latky s priradenymi rizikovymi vetami H340, alebo Ilatky toxické pre reprodukciou
s priradenymi rizikovymi vetami H360fd), ako aj pre halogenované VOCs, ktorym su priradené vystrazné upozornenia
H351 (Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.) alebo H341 (Podozrenie, Ze spOsobuje genetické poskodenie.).

Vo vieobecnosti plati, Ze pokial je to mozné, musi prevadzkovatel pripravky s obsahom CMR nahradit menej skodlivymi
latkami alebo pripravkami v ¢o najkratSom case.

Lepidld sa Siroko pouZivaju na balenie vyrobkov v réznych odvetviach, ako napr. v potravinarskom, farmaceutickom,
kozmetickom, technickom priemysle. NajlepSie pouZivané adhezivne systémy v tychto odvetviach vSak neobsahuju
rozpustadld alebo obsahuju velmi malé mnoZstvo rozpustadla (1 - 2%). V potravinarskom priemysle sa spravidla
pouzivaju tavené lepidld a na vyrobu vinitého papiera sa pouzivaju lepidla na baze Skrobu.

Sektor, kde nie je mozné nahradit rozpustadlové lepidld inymi lepidlami, je vyroba lepiacich pédsok, ktoré maju Siroku
Skalu funkcii a aplikacii vratane ochrany povrchu, elektrickej izolacie, tepelnej izolacie, tesnenia HVAC, lekarskych
aplikacii atd. Priemysel ,lepiacej pasky” je hlavnym spotrebitelom lepidiel na baze rozpustadiel.

V automobilovom odvetvi je pouzitie lepidiel doleZitejSie v désledku potreby znizit hmotnost vozidiel a vdaka
vynikajdcim vlastnostiam adhézneho spojenia v porovnani s inymi moznostami pripojenia (napriklad mechanickymi
upeviovacimi prostriedkami). Systémy zaloZené na rozpustadlach sa pouzivaju len v obmedzenom rozsahu, pretoze
automobilovy priemysel ma prisne Specifické pozZiadavky. Viac su vyuZivané tavné lepidla. Aplikacia tavnych lepidiel sa
zvyCajne vykondva bodovo a nie ako suvisly film, a preto sa naf nevztahuju poZziadavky podla prilohy €. 6 k vyhlaske
MZP SR ¢. 410/2012 Z.z. v znp.

V drevospracujiicom a ndabytkdrskom priemysle su pre lepenie masivneho dreva dolezité lepidla, typické aplikacie
zahfiaju okenné ramy, spdjanie hranolov, konstrukcie schodisk, okien a dveri atd.. Lepidld sa pouZivaju aj pri vyrobe
¢alineného nabytku. Systémy zaloZzené na rozpustadlach sa ¢asto pouzivaju na lepenie pien (napriklad pri vyrobe
matracov), ale hlavna ¢&innost sa vykondva s lepidlami na baze $krobu. Okrem toho sa procesy nan&sanie lepidiel
pouzivaju pri mnohych inych aplikaciach, napr. vyroba knih ¢i textilny priemysel.
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V textilnom priemysle sa bezne pouZziva lepidlo na baze skrobu bez alebo s nizkym obsahom VOC, a preto emisie z tohto
sektora su zanedbatelné.

Siroka $kala lepidiel sa predava tak, aby splfiala cely rad aplikaénych poZiadaviek. Neexistuje $tandardna klasifikacia
lepidiel. M6zu byt klasifikované podla ich zakladnych surovin (napriklad polyuretdnové, epoxidové, polyakryldtové
lepidld), podla aplikacie (napriklad tavné, kontaktné lepidld), pouZitia (papier, lepidld na drevo) alebo typu rozpustadiel,
ktoré su obsiahnuté v lepidle.

Lepidla maju tendenciu byt klasifikované podla ich zloZenia a/alebo spésobu pouZzitia:
= |epidld na baze rozpustadiel,
= tuhé lepidld — lepidlad s vysokym obsahom tuhych latok,
= vodné lepidla (emulzie),
= tavné lepidl3,
= |epidld vytvrdzované UV Ziarenim.

Organické rozpustadla v lepidlach sa pouZivaju na zlepSenie nandsania (Uprava viskozity lepidla), ako aj na susenie
adhézneho spojenia.

9.1.1 LEPIDLA NA BAZE ROZPUSTADIEL

Podiel rozpustadla v konvenénom lepidle na baze rozpustadla je medzi 60 a 75%. Lepidla zaloZzené na rozpustadlach
maju td vyhodu, Ze polyméry mdzu volne prudit pred vytvrdzovanim - ¢o umoziuje velmi vysokd adhezivnu pevnost,
ktoru zatial v niektorych pripadoch, nie je mozné dosiahnut pri pouZziti ndhrad.

Bezné typy adheziv na baze rozpustadiel st nasledovné:
- aplikacie citlivé na tlak,
- bezcitlivosti na tlak,
- kontaktné lepidla.

Aplikdcie citlivé na tlak sa pouzivaju hlavne pre pasky a Stitky. Medzi aplikacie bez citlivosti na tlak patria tmely.
Kontaktné lepidla sa pouzivaju pri vyrobe obuvi a na lepenie konstrukcii.

Na vyrobu lepiacich pasok sa pouziva priblizne 50% lepidiel na baze rozpustadiel, ostatnych 50% sa podiela na inych
aplikaciach, ako napriklad automobilovy priemysel, vyroba ndbytku, vyroba obuvi, lamindcia, jednorazové vyrobky.

9.1.2 LEPIDLA S VYSOKYM OBSAHOM TUHYCH LATOK
Tuhé lepidld obsahuju az 60% tuhych latok a v zavislosti od ich zloZenia méZu obsahovat az 40% organickych
rozpustadiel. Tuhé lepidld su stéle povazované za lepidld na baze rozpustadiel.
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9.2 OPIS STANDARDNEHO TECHNOLOGICKEHO PROCESU VRATANE BLOKOVEJ SCHEMY
A OPISU JEDNOTLIVYCH TECHNOLOGICKYCH UKONOV, PRI KTORYCH SA POUZiVAJU
ORGANICKE ROZPUSTADLA ALEBO KDE DOCHADZA K EMISIAM PRCHAVYCH
ORGANICKYCH LATOK

9.2.1 OPIS STANDARDNEHO TECHNOLOGICKEHO PROCESU

V doésledku Sirokej Skdly aplikacii sa pouZivaju rézne techniky - od manudlneho nandsania az po automatické nandsanie
vo velkych priemyselnych zariadeniach. Charakteristiky procesu zavisia od typu lepidla a od povrchu a geometrie
substratu, ktory sa ma potiahnut.

Typické metddy potahovania lepidiel na baze rozpustadiel zahfnaju postrekovanie, kefovanie a pouzitie Skrabiek so
zubami (ru¢né metddy) a valéekové lakovacie zariadenia a prietokové pistole - ktoré mozu byt automatizované.
Manudlne metddy su ¢asovo ndrocné a zriedka sa pouzivaju v priemyselnych aplikaciach.

Vyroba lepiacich pasok je obzvlast délezitym prikladom poufZitia lepidiel na baze rozpustadiel. Lepiace pasky moézu byt
jednoduché alebo obojstranné. Zaklad tvori primer, ktory najviac ovplyviiuje prilnavost pasky a obsahuje 95 az 98%
rozpustadiel, napr. butanol. Priméry su potrebné na to, aby sa zarucilo spravne spojenie so substratmi, ako napr. so
sklom. Rozpustadlo priméru predstavuje menej ako 1% celkového obsahu rozpustadla v lepidle.

Striekacie piStole sa zvyCajne pouZivaju pre automobilové alebo priemyselné aplikacie tmelu a lepidla. Dodavaju vysoky
prietok a poskytuju presnu kontrolu vysoko viskéznych materialov.

Pri vyrobe lepiacich pasok sa zvycajne pouZiva systém val¢ekov. Potahovy material sa prenasa cez potahovaci valec na
povrch pasky. Po potiahnuti sa lepidlo vysusi, ochladi a navija na cievku.

Pouzivaju sa aj tzv. lepiace spreje, ktoré sa ¢asto pouZzivaju pri vyrobe nabytku.

Jedna z mozZnosti zniZzenia emisii VOC by mohla spocivat v regulacii hrdbky vrstvy primeru pasky alebo v posune na
menej Skodlivé rozpustadld, ako napr. zamena heptanov za izopropanoly.

V zdvislosti od Struktlry lepiacej pasky moze byt potrebnych niekolko krokov nandsania. Hlavna cast emisii VOC sa
uvolfiuje pocas susenia, pricom hlavné mnozstvo VOC vo vzduchu je skvapalnené kondenzatorom a vo filtri s aktivnym
uhlim konéi len 1% vstupného mnozstva rozpustadla. Cast fugitivnych emisii vznika pocas potahovania, chladenia ale aj
pocas celej jej zivotnosti. Hmotnost substratu je len 10% lepidla na baze rozpustadla, s ktorym je potiahnuty.

Doba schnutia je kritickym funkénym parametrom pre vacésinu lepidiel. Lepidlo, ktoré sa vysusi prilis rychlo, predtym,
nez sa daju spravne namontovat kusky, je problémom. Problémom je aj lepidlo, ktoré schne prili$ dlho.

Blokova schéma vyrobného procesu poskytuje zjednoduseny prehlad jednotlivych technologickych krokov a ilustruje
hlavné body nandsania lepidiel a s tym suvisiacich emisii VOC.
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9.2.2 BLOKOVA SCHEMA PROCESU
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Upravené podla pévodného zdroja: Guidance on VOC Substitution and Reduction for Activities Covered by the VOC Solvents Emissions Directive (Directive 1999/13/EC) - Guidance 16 — Part 2:

Adhesive coating
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PR

9.3 POUZITIE ORGANICKYCH ROZPUSTADIEL A ICH CHARAKTERISTIKY (NAJMA
BEZPECNOSTNE, ENVIRONMENTALNE A ZDRAVOTNE RIZIKA)

9.3.1 CHARAKTERISTIKA POUZIVANYCH ROZPUSTADIEL

Typické lepidla na baze rozpustadiel obsahuju zmes rozpustadiel, ¢asto alifatickych a/alebo aromatickych uhlovodikov,
napr. toluén (najbeznejSie pouzivany), xylén, hexan, heptan, oktan, nafta, metylénchlorid, metyletylketén, n-
butylacetat, mineralne destilaty a ich zmesi.

Toluén je klasifikovany ako drazdivy pre pokozku, Skodlivy pri nebezpelenstve vaineho poskodenia zdravia pri
dlhodobej expozicii vdychnutim.

9.3.2 BEZPECNOSTNE, ENVIRONMENTALNE A ZDRAVOTNE RIZIKA
V pritomnosti slne¢ného Ziarenia su VOC emisie unikajuce do ovzdusSia, spolu s emisiami NOx, prekurzormi tvorby
prizemného ozénu.

Emisie VOC do ovzdus$ia mdzu vznikat z/zo:
- skladovania a manipuldcie s rozpustadlami,
- po povrchovej Uprave — nanasania lepidiel,
- vytvrdzovania a suSenia naneseného nateru,
- Cistenia technologického zariadenia.

Procesné a mimoriadne Uniky a Uniky zo skladovacich priestorov mézu spdsobit emisie do pddy a podzemnych vod.

V nasledovnej tabulke st uvedené priklady rozpustadiel obsiahnutych vo zvycajne pouzivanych lepidlach:

Rozpustadlo CAS Specificka Vystrazné upozornenie

H-veta
Toluén 108-88-3 H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H351 Podozrenie, ze spésobuje rakovinu.

H360 Moze spbsobit poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata
Xylén 1330-20-7 H226 Horlava kvapalina a pary.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H315 Drdazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H373 Mbze spbsobit poskodenie orgénov.

H304 Moze byt smrtelny po pofZiti a vniknuti do dychacich ciest.
Hexan 110-54-3 H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H304 Moze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drdazdi kozu.

H336 Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

H361f Podozrenie z poskodzovania plodnosti.

H373 Mbze spbsobit poskodenie orgénov.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gc¢inkami.
Heptan 142-82-5 H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H304 Moze byt smrtelny po pofZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drdazdi kozu.

H336 MbZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
Oktan 111-65-9 H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H304 Moze byt smrtelny po pofZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drdazdi kozu.

H336 Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.
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Rozpustadlo CAS Specificka Vystrazné upozornenie

H-veta

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
Metylénchlorid H315 Drazdi kozu.

75-09-2 H319 Spdsobuje vaZne podrazdenie oéi.

H336 Mobze spbsobit ospalost alebo zévraty.

H351 Podozrenie, ze spésobuje rakovinu.
Metyletylketén (MEK) 78-93-3 H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H336 Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Butylacetat 123-86-4 H226 Horlava kvapalina a pary.

H336 Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Benzinové 64742-95-6 H226 Horlava kvapalina a pary.
rozpustadlo (ropné), H304 Mbze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
lahka aromatickd H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
frakcia H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H315 Drazdi kozu.

H335 MobZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

9.4 NAJLEPSIE DOSTUPNE TECHNIKY - NAHRADY STANDARDNYCH TECHNiK POUZiVAJUCICH

ORGANICKE ROZPUSTADLA

Nasledujuca kapitola opisuje potencidlne nahrady za VOC (pouzivajuce systémy s nizkym obsahom fluérovanych
uhlovodikov a VOC) a vsetky suvisiace aplikaéné technoldgie a/alebo Specialne podmienky potrebné na ich pouzitie, ale
tieZ uvadza vyhody a nevyhody v porovnani so systémami, ktoré pouZivaju rozpustadld s vysokym obsahom VOC.

MozZnosti nahradenia pripravkov inymi a redukéné opatrenia sa musia posudzovat od pripadu k pripadu. V désledku
velkej rozmanitosti procesov a produktov, ktoré spadaju do tejto ¢innosti, neexistuje jediné rieSenie na znizenie emisii.

Vyznamné emisie VOC vznikaju pri aplikacii a naslednom suseni lepidiel na baze rozpustadiel. Vo véeobecnosti existuje
tendencia nahrady lepidiel na baze rozpustadiel lepidlami so znizenym obsahom OR alebo Uplne bez rozpustadiel
(napriklad tavné lepidla). Pre niektoré druhy lepidiel bola vSak ndhrada len Ciastocna z dovodu technickych obmedzeni
alebo z dovodu zachovania kvalitativnych poZiadaviek na produkt. Jednym sektorom, v ktorom sa stdle pouZzivaju
systémy zaloZené na rozpustadlach, je vyroba lepiacich pasok; tu bola ndhrada systémov zaloZzenych na rozpustadlach
mozna iba pre vyrobky s nizSou kvalitou.

Tam, kde nie je mozné vyhnut sa pouZivaniu systémov zaloZenych na rozpustadlach, su najucinnejsie opatrenia na
zniZzenie emisii VOC tie, ktoré vyplyvaju z procesu nanasania a suSenia a zodpovedajucich manipulacii, mieSania a
skladovania, optimalizacie vyrobného zariadenia, odsavania vzduchu a instalacie koncového odlu¢ovacieho zariadenia.

9.4.1 SYSTEMY BEZ VOC

9.4.1.1 LEPIDLA NA BAZE VODY

Samotné vodné polyméry nie si dostatocné na dosiahnutie optimalnej viskozity a lepivé Zivice su potrebné na zlepsenie
adhézie na rézne materidly. V mnohych pripadoch je mozné poufit tie isté elastoméry a latky na zlepSenie prilnavosti
ako tie, ktoré sa pouZivaju v systémoch zalozenych na rozpustadlach.
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Suroviny na baze vodnych lepidiel su dostupné v suchom a mokrom stave. Lepidlo v suchej forme ma o 65% menej
objemu a 75% nizsiu hmotnost ako lepidlo na béze rozpustadla - v désledku toho s naklady na dopravu relativne nizke.

Nevyhodou prepravy v suchom stave je to, Ze sa musi formulovat na mieste - ¢o si vyzaduje velké vodotesné miesacie
nadrze s nehrdzavejucim potrubim, armaturami a mieSadlami a Cerpadlami z nehrdzavejucej ocele. Tym sa zvysuju
ndklady na prevadzku. Pripravené zmiesané vodné lepidla maju zhruba rovnaky objem a hmotnost ako lepidlo na baze
rozpustadla a naklady na dopravu st podobné.

Vodné lepidla nie st v Sirokom rozsahu pouZitelné ako lepidla na baze rozpustadiel kvoli ich nizsim vykonom; napriklad
maju obmedzenejsi rozsah prevadzkovych teplot.

Investicné naklady na aplikacie vodného lepidla sa odhaduji na ~ 8% nizSie ako pri konvencnych systémoch s
rozpustadlom. VysSie naklady na systémy zaloZené na rozpustadlach vyplyvaju z potreby elektrickych zariadeni s
ochranou proti vybuchu a systémov regulacie emisii a poplatkov za zneskodrnovanie odpadu.

Prevadzkové néaklady na systémy na baze vody aj na baze rozpustadiel s priblizne rovnaké - okrem nizkych nakladov na
energiu, ktoré su sposobené chybajucimi technoldgiami znizovania emisii pre vodné systémy.

Vodotesné lepidla mozu byt Uplne bez rozpustadiel, ale ¢asto obsahuju okolo 0,5% rozpustadla ako zméakcovadla, aby sa
zlepilo lepené spojenie. Trpia rastom plesni a maju sa skladovat nad bodom mrazu (treba sa vyhnut viacerym cyklom
zmrazovania a rozmrazovania).

V porovnani s lepidlami zaloZzenymi na rozpustadlach najdoleZitejsim rozdielom je ich nizsia cena - priblizne 15 - 20%
oproti konvenénym vyrobkom. Mnozstvo tuhych latok v obidvoch lepidlach je priblizne rovnaké.

9.4.1.2 TAVNE LEPIDLA

Tavné lepidla su pri izbovej teplote pevné a pred pouZitim sa musia zohrievat na 100 - 250°C. V praxi sa horlca tavenina
aplikuje na substrat a Casti, ktoré sa maju lepit a rychlo sa spoji. Pri chladeni a spevriovani G¢inne tavi vazbu. Pracovna
doba sa pohybuje od niekolkych sekind aZ po niekolko minut.

Taveniny su dostupné vo forme fdélie, ako granulat alebo v tvare bloku, ¢i ingotu (odliatku v podobe ihlana alebo
kuZzela). Lepidlo sa potom spracuje (roztavi - skvapalni) v taviacom zariadeni a aplikuje sa dyzami.

Tavné lepidld su 100% bez rozpustadiel. Nemozu byt pouZité v rovnakych Sirokych teplotnych rozsahoch ako lepidld na
baze rozpustadiel a nemaju rovnaku vysoku kvalitu. Preto je tavné lepidlo vhodné len pre nizsiu kvalitu balenia a
maskovacich pasok a nemdze Uplne nahradit lepidla na baze rozpustadiel.

Hlavnou vyhodou tavnych lepidiel je, Ze sa mdZu zviazat s akymkolvek substratom. Su priblizne o 80% lacnejsie ako
lepidla na baze rozpustadiel a zodpovedajuce naklady na zariadenie st o 50 - 70% nizSie - pretoZe nie su potrebné ani
susi¢ky, ani odlucovacie zariadenia na znizovania emisii. Vyhodnymi vlastnostami tavnych lepidiel v porovnani so
systémami zaloZzenymi na rozpustadlach je nizky zdpach, dobrd rozpustnost a vynikajica tepelna stabilita. Ich
nevyhodou potreba vykurovacich zariadeni a suvisiace nakladov na energiu.

9.4.1.3 UV VYTVRDZOVACIE LEPIDLA

Vadsina lepidiel uréenych na vytvrdzovanie UV Ziarenim je Uplne bez rozpustadiel, avsak pre niektoré aplikacie mozu
vytvrdzovacie UV lepidld stale obsahovat rozpustadld na zniZenie viskozity. Pozostavaju z dvoch zlGéenin: jedna je
samotna adhezivna Zivica a druha je fotoinicidtor. Akondhle je fotoiniciator vystaveny ultrafialovému svetlu, prechadza
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chemickou reakciou a vytvara vedlajSie produkty, ktoré spbésobuju tvrdnutie lepidla. Vykurovanie sa nevyzaduje. UV
vytvrdzovacie lepidla sa mdézu pouzivat so Sirokou skalou materidlov ako st keramické, kompozitné materidly, betén,
tkanina, sklo, kov, papier, plastova guma alebo vina.

UV vytvrdzovacie lepidla maju vysoku sudrznost a vysoku prilnavost, ale tazko sa pouZivaju, ak nie si materialy, ktoré sa
maju kombinovat, transparentné pre UV svetlo. UV svetlo moze byt vystavené okraju spojenia a reakcia moze prebiehat
cez cely objem lepidla, ale to méZe trvat hodiny alebo dni. Daldie moZnosti zahffiaji vyrobky s oneskorenym
vytvrdzovanim, ktoré mézu byt aktivované UV svetlom na iniciovanie vytvrdzovania pred umiestnenim kusov, ktoré sa
maju spojit.

Vyhody vytvrdzovania lepidla UV su:
- jednoduché pouzitie,
- konzistentnost procesu a flexibilita,
- zniZzeny dopad na Zivotné prostredie,
- dostupnost vysoko vykonnych materiélov.

Vytvrdzovacie lepidld UV sa neméZu poufZit na vytvrdzovanie cez nepriehladné materidly. Niektoré UV vytvrdzovacie
lepidla (konkrétne epoxidové lepidla) vsak potrebuju iba zaciatoc¢ny UV 1U¢ na spustenie reakcie. Po zacati reakcie na
vytvrdzovanie, katalyzator - obsiahnuty v nateru - podporuje dalsie vytvrdzovanie lepidla. Preto mdzu byt nepriehladné
materialy navzajom spojené, len ak je Cast vystavend UV Ziareniu - dokonca aj doba vytvrdzovania méze trvat hodiny
alebo dni. Tento proces je znamy ako "tienové" vytvrdzovanie.

Epoxidové lepidla s prisadami mézu mat elektrickd a tepelnt vodivost. Akrylatové lepidla maju schopnost vytvrdzovania
iba tam, kde su vystavené UV Ziareniu a ponukaji moznost selektivneho vytvrdzovania.

9.4.1.4 POUZITIE PRIMEROV BEZ VOC

Primery sa pouZivaju na predbeznd Upravu povrchu. Teraz su k dispozicii produkty, ktoré obsahuju iba rozpustadld s
velmi nizkym tlakom par a preto nie su kvalifikované ako VOC. Primery bez VOC sa ¢asto pouZivaju v kombinacii s
reakénym adhezivom.

9.4.2 SYSTEMY SO ZNiZENYM OBSAHOM VOC

9.4.2.1 POUZITIE LEPIDIEL S VYSOKYM PODIELOM TUHYCH LATOK

Lepidld s vysokym podielom tuhych latok sa Casto pouzivaju na spajanie pien, ako napriklad pri vyrobe matracov.
Napriek tomu, Ze systémy na bdze vody su k dispozicii pre niektoré aplikacie, Uplné nahradenie nie je mozné z
technickych dévodov. Lepidld sa aplikuju na povrchy, ktoré sa maju skombinovat pod tlakom a ktoré sa musia okamzite
spojit - v sti¢asnosti je to mozné len pri lepidlach obsahujucich rozpuastadla.

9.4.2.2 POUZITIE LEPIDIEL S NiZKYM OBSAHOM VOC

V sucéasnosti nie je mozné cely rad lepidiel (hlavne pasok a Stitkov) na baze rozpustadiel nahradit tavnymi lepidlami,
alebo lepidlami vytvrdzovanymi pomocou UV Ziarenia, i lepidlami na baze vody. Technicky vyvoj vSak zniZzuje podiel
produktov na béze rozpustadiel. Tieto produkty vsak mdZu este stale obsahovat az 20% organického rozpustadla - aby
zlepsili aplikaciu alebo lepiace vlastnosti. V pripade primerov je obsah rozpustadla medzi 10 az 15% a disperzné lepidla
mo6zu mat obsah rezidudlneho rozpustadla 2 az 10%.

198/303



IX. NANASANIE LEPIDIEL

9.5 MOZNOSTI PREVENCIE A ZNIZOVANIA EMISIi PRCHAVYCH ORGANICKYCH LATOK PRI
STANDARDNYCH PROCESOCH

Pre znizenie emisii VOC z nanasania lepidiel sa mbzu pouZit preventivne opatrenia, zlepsenia procesov a techniky
zniZovania, ak nie je mozna nahrada VOC. Nasledujlce opatrenia sa bezne uplatiuju pri procese nandasania lepidiel:

e vyuzivanie dvojzlozkovych lepidiel bez organickych rozpustadiel zloZzenych zo Zivice a vytvrdzovaca,

e poutzitie lepidiel tavenych zo syntetickych kaucukov a Zivic bez pouzitia organickych rozpustadiel,

e v pripade nanasania lepidiel striekanim - pouZivanie striekacich pistoli s riedenym [G€om nastreku,

e zbytocne nezvySovat odporucany tlak vzduchu v striekacej pistoli,

e iné, blizSie nespecifikované, opatrenia.

9.6 PREHLAD NAJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIK A MOZNOSTi OBMEDZOVANIA PRCHAVYCH
ORGANICKYCH LATOK

Vyber vhodnych opatreni na zniZovanie emisii zavisi viac od parametrov procesu, ako je prietokovd rychlost,
koncentrécia (a to, ako sa menia), ako si ekonomické néklady konkrétneho opatrenia a/alebo pristupu.

9.6.1 KONCOVE ODLUCOVACIE ZARIADENIA

9.6.1.1 REGENERACNE ZARIADENIA

Regeneraénd oxidacia méa tendenciu byt efektivnejsia, pretoze vyuziva obnovenu energiu na predhrievanie
prichadzajiceho procesného vzduchu do oxidacnych teplot (~ 800°C). V dosledku toho su jeho prevadzkové naklady
vyrazne nizSie ako pri rekuperacnych oxidaénych systémoch. Regeneracéné termické oxidacné systémy su obzvlast
uéinné pre procesné prudy s nizkym obsahom rozpustadla, ale ich prevadzkové naklady zévisia vysoko na ucinnosti
vymennika tepla. Regeneracné termické oxidacné systémy sa Siroko pouZzivaju, pretoZe su relativne necitlivé na zloZenie
rozpustadiel v procesnom vzduchu a koncentrécii.

9.6.1.2 REKUPERACNE ZARIADENIA

Rekuperacné systémy su praktické, ak sa teplo vyfukovych plynov zo zariadenia mdze pouZit v réznych oblastiach
zariadenia. PouZivaju sa hlavne na malé prietoky. Vzhladom na ich vysokd cenu nie st nakladovo efektivne. Casto sa
pouzivaju v kombinacii s katalytickymi oxida¢nymi systémami.

Termické oxida¢né systémy sa pouZivaju na vstupné koncentracie medzi 120 g/Nm3. Ucinnost eliminacie VOC je a%
99,9%. Minimalna koncentracia VOC pre oxida¢ny proces, ked je proces autotermicky 1 - 2 g/Nm3.

9.6.1.3 CHLADIACI KONDENZATOR

Chladiaci kondenzator pracuje najlepsie s odpadovymi plynmi s vysokymi koncentraciami VOC. Vzduchovy prud sa
ochladi pod rosnym bodom rozpustadla. Potom sa rozpustadlo kondenzuje a méze sa opatovne pouzit. Vycisteny prad
vzduchu opustajuci kondenzator bude stale obsahovat urcité rozpustadlo. V systéme uzavretej slucky st celkové emisie
rozpustadiel vyrazne znizené. Ak systém pouziva vzduch, je potrebné dbat na to, aby koncentracia rozpustadla vo
vzduchu bola nizsia ako 5% dolného limitu vybusnosti. Pri pouZziti inertnych plynov (to je N2) mézu byt pouZité
koncentréacie az do 50% dolného limitu vybusnosti a tato moznost znizuje &as sudenia a dizku suicky. Nevyhodou
pouzivania inertnych plynov je poZadované vyplachovanie a naplnenie systému inertnym plynom po kazdom prestoji
alebo vypadku zariadenia.
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9.6.2 OPTIMALIZACIA VYROBNYCH PROCESOV

Fugitivne emisie VOC mo6zu vzniknUt pri skladovani a manipulacii s rozpustadlami. NajbeZnejsie vyuzivanymi su
opatrenia na zhromazdovanie vyparov unikajlucich z aplikacnych systémov, suSiacich priestorov, skladovacich a
manipulaénych priestorov atd. v miestnych odsavacich ventildtoroch aich odvedenie na naslednu upravu alebo
zniZovanie VOC.

K dispozicii je Siroka skala osvedcenych postupov a zlepSenia procesov zameranych hlavne na zniZovanie emisii, ako su
nasledujuce (nie vycCerpavajuce):
- zvySena efektivnost z optimalizovanych aplikacnych technoldgii,
- zber organickych znecistujicich latok z réznych distribuovanych zdrojov s pouZitim miestnych odsdvacich
ventilatorov na naslednu kontrolu bodovych a fugitivnych emisii,
- spatné odvzdusnovanie do ndadrzi pri plneni zasobnikov,
- vylepSené systémy zberu odpadového vzduchu,
- pouzivanie uzatvorenych alebo krytych aplika¢nych systémov,
- poutitie uzavretych kontajnerov na prepravu a prechodné skladovanie rozpustadiel,
- pouzivanie zariadeni na zhromazdovanie kvapalin a plynov s uzavretou sluckou na cistenie reaktorov a inych
zariadeni,
- zavadzanie systémov prevencie Uniku.

9.6.3 ORGANIZACNE OPATRENIA

Nasledujuce prevadzkové opatrenia s zamerané na znizenie emisii VOC:
- optimalizacia parametrov procesu,
- efektivne pldanovanie vyroby a udriby,
- zniZzené mnozstvo uloZenych rozpustadiel.

ZHRNUTIE OPATRENI NA ZNIiZENIE EMISIi VOC

V nasledujucej tabulke s zhrnuté opatrenia na zniZzenie emisii VOC:

Ciel' Opis

Systém bez obsahu VOC Pouzitie:

- Lepidla na baze vody

- Tavné lepidla

- Lepidla vytvrdzujuce UV Ziarenim
- Primery bez VOC

Systémy so znizenym obsahom VOC | ZniZenie obsahu VOC pomocou:
- Lepidiel s vysokym podielom tuhych latok
- Vyrobkov s nizkym obsahom VOC

Optimalizécia procesu - Preventivna udrZzba a optimalizacia manipulacie s lepidlami
- Zlepseny zber odvadzaného vzduchu
- Spravna manipuldcia s rozpustadlami

Koncové odlucovacie zariadenia - Termickd oxidacia (regenerativna /rekuperativna)

- Vymrazovanie a opatovné poufZitie rozpustadla
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